
工业吸尘系统 选配

技术参数

250mmx250mm（六寸/八寸）

300mm×300mm（双平台）

1μm

±2μm

生瓷加工范围

激光波长

激光功率

平台结构 单/双激光头双平台 单/双激光头单平台 双激光头四平台

15W/20W/40W可选配 15W/20W/40W可选配

355nm 355nm

最大加工区域

X/Y/Z轴移动分辨率

重复定位精度

DirectLaser DC3

设备尺寸（W x H x D)

设备重量

电源

1,600mm×1,600mm×2,300mm   

德中DirectLaser DC3/DC5/DC7/DC8
DirectLaser  LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统 DC3/DC5/DC7/DC8

模块化结构设计

按照型号和应用需求可分为多种平台结构，激光器种类、

数量，平台幅面及结构设计都可以定制，可满足大多数

工业级生产及研究所小批量科研等多种需求。

自动涨缩补偿算法

针对LTCC激光精密钻微孔量身定制的设备机型，由于

LTCC料片材质较软，极易发生变形，设备开发过程中

突破了高效精确CCD靶标识别算法，可以进行全局自

动/手动、局部自动/手动涨缩计算及补偿。并且，为

保证叠层精确度，德中还开发了五重精度校准体系，极

大提升了反冲孔的精度和效率。

专用的LTCC钻孔工艺

多年生产工艺摸索，根据产线实际需求开发出激光钻孔

模式，满足不同使用场景，可独立或复合配置不同刀具

组，形成专用钻孔工艺组合。领先的小孔（<50um）生

产方案，面向未来钻孔需求。

智能化生瓷打孔批量生产利器

经过多年与头部客户的配合，德中开发出了各类上下料

配置，涵盖托盘、料框等多种形式。同时针对生瓷清洁

依靠人工这一痛点，开发出多种料片清洁方法，可实现

大多数厚度下料片的单面/双面清洁，还可以搭配AOI等
模块，我们乐于与客户共同开发定制化LTCC钻孔智能

化、自动化产线，可以接入客户MES系统，为客户提供

智能激光钻孔解决方案。

LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统

Design Comes TrueHttp://www.dct-china.cn       Email:sales@dct-china.cn  
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LTCC/HTCC applicantion-Precise laser drilliry system

参数更改，恕不另行通知

紫外冷切去除，热效应低，孔径稳定、孔壁圆滑

精确激光控制，定深定量，微米量级极致结构

结构扎实经典，稳定可靠，适合连续性高强度作业

系统量身定制，尽在掌握，生瓷打孔开腔首选

可配置清洁+上下料，轻松构建LTCC钻孔自动化生产线

软件硬件应用，三项全能，品质与效率集成于一体

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

2,000kg

选配

-

选配

最大移动速度

设备平台

清洁系统

自动上下料系统

AOI检测

摄像头靶标对位系统 标配

380VAC/50Hz,3.5kW

选配

250mmx250mm（六寸/八寸）

300mm×300mm（单平台）

1μm

±2μm

DirectLaser DC5 DirectLaser DC7 DirectLaser DC8

1,830mm×2,000mm×2,500mm 

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

3,000kg

选配

-

选配

-

标配

标配

380VAC/50Hz,3.5kW

15W/20W/40W可选配

355nm

标配

150mmx150mm（六寸）

160mm×160mm（四平台）

1μm

±2μm

1,850mm×1,950mm×2,250mm 

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

2,500kg

选配

标配

380VAC/50Hz,3.5kW

单/双激光头双平台

15W/20W/40W可选配

355nm

标配

250mmx250mm（六寸/八寸）

300mm×300mm（双平台）

1μm

±2μm

1,830mm×2,000mm×2,500mm

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

3,000kg

标配

标配

标配

标配

380VAC/50Hz,3.5kW

研发生产兼得，多种平台结构可选，精度与效率的统一体

面向批量生产，集自动上下料清洁，智能化工厂一键生产

    生瓷打孔作为LTCC/HTCC制造过程中关键的一环，

也是产线生产瓶颈，通孔孔径、位置精度均直接影响

基板的成品率和最终导电性能。德中的设备及软件助

力客户形成了LTCC/HTCC材料精密加工能力，集成的

自动化生产模式相比单机模式生产效率提高了2-3倍，为

客户带来极高的价值。



DirectLaser D系列 LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统 DC3/DC5/DC7/DC8 DirectLaser D系列 LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统 DC3/DC5/DC7/DC8

    共烧陶瓷技术是20世纪80年代中期美国首先推出

的集互联、无源元件和封装于一体的多层陶瓷制造技术。

LTCC/HTCC技术既可满足电子产品越来越轻，薄，短，

小的需求，又适应未来5G通信标准下大带宽、高容量、

低时延、安全等要求。

    与机械冲孔相比，激光钻孔拥有很多优势，可以

实现更高的分辨率和更小的加工孔径，拥有加工精度

更高、打孔速度快、经济效应更好、应用领域广的优

点，在工业生产上有着非常广泛的应用。将高效能激

光器与高精度的数控设备配合，通过微处理机进行程

序控制，可以实现高效率的批量钻孔。同时由于激光

钻孔是短脉冲无接触加工，不需要接触工件，不存在

刀具磨损，为企业节省了耗材更换的成本，有着显著

的成本优势。

    经过多年在LTCC/HTCC头部客户中的探索和积累，

德中对LTCC/HTCC生产理解不断加深，从2013年第

一代生瓷清洁机问世至今，与激光钻孔相匹配的自动

化生产相关设备不断推陈出新，目前已经形成了针对

LTCC/HTCC生产相关的多种自动化上下料、料片清

洁、视觉检测方案，并且DirectLaser D系列生瓷钻孔

设备系统可集成到MES系统中，配备标准工业接口，它

支持操作数据的采集、机器分配、产品跟踪及配送。可

以满足LTCC智能化生产需要。

       DirectLaser D系列LTCC/HTCC激光精密钻孔设备

采取模块化结构设计，按加工幅面和台面数量可分为多

种型号：

    自有版权的CircuitCAM数据处理软件和DreamCreaTor

设备驱动软件经过近10年的不断完善，性能更加稳定， 

CCD靶标识别算法更加高效、精确，极大提升了反冲孔

的精度和效率。可以实现切割打孔、冲孔、螺旋打孔等

多种孔加工方式，并且根据实际需求集成4种钻孔模式

（螺旋线、轮廓圆、冲孔、同心圆）可满足不同使用场

景，可独立或复合配置不同刀具组，形成专门的钻孔工

艺组合。德中很早就对小孔（<50um）高速大批量生产

工艺进行研发布局，面向未来钻孔需求。

       DirectLaser D系列LTCC/HTCC激光精密钻孔设备

是德中针对LTCC/HTCC激光精密钻微孔量身定制的机

型，德中具有近十年生瓷激光钻孔设备研发生产及应用

经验，针对性的提出多种方案并已批量应用。针对生瓷

钻孔粉尘大的特点，DirectLaser D系列LTCC/HTCC激

光精密钻孔设备采用密封光路设计，提升激光使用寿命，

延长系统维护周期；针对加工效率的不断提升，德中率

先将大功率紫外激光器批量应用于生瓷钻孔生产，并为

其定制在线功率检测及控制模块；为保证叠层精确度，德

中开发出了五重精度校准体系，由于HTCC/LTCC料片

材质较软，极易发生变形，设备开发过程中突破了高效

精确CCD靶标识别算法，可以进行全局自动/手动、局

部自动/手动涨缩计算及补偿，极大提升了反冲孔的精度

和效率。

DirectLaser DC3清洁及上下料方案

DirectLaser DC8工作站清洁、AOI及上下料方案

DirectLaser DC7自动上下料模块

研发、生产多面手，多种机型可供选择自动上下料+自动清洁+AOI检测，轻松建立

LTCC/HTCC自动化生产线。

软件功能强大、直观易用，独创加工路径

2 LTCC/HTCC applica�on-Precise laser drilliry system 3LTCC/HTCC applica�on-Precise laser drilliry system

HTCC

LTCC

大功率微组装电路

射频、微波和毫米波器件

高频无线通信领域、航空航天、存储器、

驱动器、滤波器、传感器以及汽车电子

等领域

高端封装材料领域：射频滤波器（SAW，BAW）、射频

IC、光通讯模块、图像传感器、非制冷焦平面热红外传感

器、LDMOS、GMOS、MEMS传感器等

       DirectLaser DC3为双平台结构、单/双激光头可选

设计，配合自动上下料系统，使设备始终保持稳定、高

效的加工状态。

       DirectLaser DC5采取单平台设计，更大的加工幅面

适合更多的应用需求。

       DirectLaser DC7采用双头四平台的设计方案，集成

双CCD预对位和高精度相机靶标对位功能，可同时在四

平台完成不同材料及不同参数的加工需求，为厂商最大

程度节约了成本，提升了生产效率。

       DirectLaser DC8作为德中激光生瓷钻孔的顶配，在

LTCC/HTCC加工的同时，还集成了来料自动清洁模块，

AOI质量检测，自动上下料模块等，采取独立工作站结

构，与其他生产环节智能连接，特别适合小批量工业化

生产和智能制造。



DirectLaser D系列 LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统 DC3/DC5/DC7/DC8 DirectLaser D系列 LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统 DC3/DC5/DC7/DC8

    共烧陶瓷技术是20世纪80年代中期美国首先推出

的集互联、无源元件和封装于一体的多层陶瓷制造技术。

LTCC/HTCC技术既可满足电子产品越来越轻，薄，短，

小的需求，又适应未来5G通信标准下大带宽、高容量、

低时延、安全等要求。

    与机械冲孔相比，激光钻孔拥有很多优势，可以

实现更高的分辨率和更小的加工孔径，拥有加工精度

更高、打孔速度快、经济效应更好、应用领域广的优

点，在工业生产上有着非常广泛的应用。将高效能激

光器与高精度的数控设备配合，通过微处理机进行程

序控制，可以实现高效率的批量钻孔。同时由于激光

钻孔是短脉冲无接触加工，不需要接触工件，不存在

刀具磨损，为企业节省了耗材更换的成本，有着显著

的成本优势。

    经过多年在LTCC/HTCC头部客户中的探索和积累，

德中对LTCC/HTCC生产理解不断加深，从2013年第

一代生瓷清洁机问世至今，与激光钻孔相匹配的自动

化生产相关设备不断推陈出新，目前已经形成了针对

LTCC/HTCC生产相关的多种自动化上下料、料片清

洁、视觉检测方案，并且DirectLaser D系列生瓷钻孔

设备系统可集成到MES系统中，配备标准工业接口，它

支持操作数据的采集、机器分配、产品跟踪及配送。可

以满足LTCC智能化生产需要。

       DirectLaser D系列LTCC/HTCC激光精密钻孔设备

采取模块化结构设计，按加工幅面和台面数量可分为多

种型号：

    自有版权的CircuitCAM数据处理软件和DreamCreaTor

设备驱动软件经过近10年的不断完善，性能更加稳定， 

CCD靶标识别算法更加高效、精确，极大提升了反冲孔

的精度和效率。可以实现切割打孔、冲孔、螺旋打孔等

多种孔加工方式，并且根据实际需求集成4种钻孔模式

（螺旋线、轮廓圆、冲孔、同心圆）可满足不同使用场

景，可独立或复合配置不同刀具组，形成专门的钻孔工

艺组合。德中很早就对小孔（<50um）高速大批量生产

工艺进行研发布局，面向未来钻孔需求。

       DirectLaser D系列LTCC/HTCC激光精密钻孔设备

是德中针对LTCC/HTCC激光精密钻微孔量身定制的机

型，德中具有近十年生瓷激光钻孔设备研发生产及应用

经验，针对性的提出多种方案并已批量应用。针对生瓷

钻孔粉尘大的特点，DirectLaser D系列LTCC/HTCC激

光精密钻孔设备采用密封光路设计，提升激光使用寿命，

延长系统维护周期；针对加工效率的不断提升，德中率

先将大功率紫外激光器批量应用于生瓷钻孔生产，并为

其定制在线功率检测及控制模块；为保证叠层精确度，德

中开发出了五重精度校准体系，由于HTCC/LTCC料片

材质较软，极易发生变形，设备开发过程中突破了高效

精确CCD靶标识别算法，可以进行全局自动/手动、局

部自动/手动涨缩计算及补偿，极大提升了反冲孔的精度

和效率。

DirectLaser DC3清洁及上下料方案

DirectLaser DC8工作站清洁、AOI及上下料方案

DirectLaser DC7自动上下料模块

研发、生产多面手，多种机型可供选择自动上下料+自动清洁+AOI检测，轻松建立

LTCC/HTCC自动化生产线。

软件功能强大、直观易用，独创加工路径

2 LTCC/HTCC applica�on-Precise laser drilliry system 3LTCC/HTCC applica�on-Precise laser drilliry system

HTCC

LTCC

大功率微组装电路

射频、微波和毫米波器件

高频无线通信领域、航空航天、存储器、

驱动器、滤波器、传感器以及汽车电子

等领域

高端封装材料领域：射频滤波器（SAW，BAW）、射频

IC、光通讯模块、图像传感器、非制冷焦平面热红外传感

器、LDMOS、GMOS、MEMS传感器等

       DirectLaser DC3为双平台结构、单/双激光头可选

设计，配合自动上下料系统，使设备始终保持稳定、高

效的加工状态。

       DirectLaser DC5采取单平台设计，更大的加工幅面

适合更多的应用需求。

       DirectLaser DC7采用双头四平台的设计方案，集成

双CCD预对位和高精度相机靶标对位功能，可同时在四

平台完成不同材料及不同参数的加工需求，为厂商最大

程度节约了成本，提升了生产效率。

       DirectLaser DC8作为德中激光生瓷钻孔的顶配，在

LTCC/HTCC加工的同时，还集成了来料自动清洁模块，

AOI质量检测，自动上下料模块等，采取独立工作站结

构，与其他生产环节智能连接，特别适合小批量工业化

生产和智能制造。



工业吸尘系统 选配

技术参数

250mmx250mm（六寸/八寸）

300mm×300mm（双平台）

1μm

±2μm

生瓷加工范围

激光波长

激光功率

平台结构 单/双激光头双平台 单/双激光头单平台 双激光头四平台

15W/20W/40W可选配 15W/20W/40W可选配

355nm 355nm

最大加工区域

X/Y/Z轴移动分辨率

重复定位精度

DirectLaser DC3

设备尺寸（W x H x D)

设备重量

电源

1,600mm×1,600mm×2,300mm   

德中DirectLaser DC3/DC5/DC7/DC8
DirectLaser  LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统 DC3/DC5/DC7/DC8

模块化结构设计

按照型号和应用需求可分为多种平台结构，激光器种类、

数量，平台幅面及结构设计都可以定制，可满足大多数

工业级生产及研究所小批量科研等多种需求。

自动涨缩补偿算法

针对LTCC激光精密钻微孔量身定制的设备机型，由于

LTCC料片材质较软，极易发生变形，设备开发过程中

突破了高效精确CCD靶标识别算法，可以进行全局自

动/手动、局部自动/手动涨缩计算及补偿。并且，为

保证叠层精确度，德中还开发了五重精度校准体系，极

大提升了反冲孔的精度和效率。

专用的LTCC钻孔工艺

多年生产工艺摸索，根据产线实际需求开发出激光钻孔

模式，满足不同使用场景，可独立或复合配置不同刀具

组，形成专用钻孔工艺组合。领先的小孔（<50um）生

产方案，面向未来钻孔需求。

智能化生瓷打孔批量生产利器

经过多年与头部客户的配合，德中开发出了各类上下料

配置，涵盖托盘、料框等多种形式。同时针对生瓷清洁

依靠人工这一痛点，开发出多种料片清洁方法，可实现

大多数厚度下料片的单面/双面清洁，还可以搭配AOI等
模块，我们乐于与客户共同开发定制化LTCC钻孔智能

化、自动化产线，可以接入客户MES系统，为客户提供

智能激光钻孔解决方案。

LTCC/HTCC专用激光精密钻孔系统

Design Comes TrueHttp://www.dct-china.cn       Email:sales@dct-china.cn  

德中（天津）技术发展股份有限公司

天津市西青区海泰华科一路11号C座     Tel.: 022 83726901      Fax: 022 83726903  

CH2022031S

LTCC/HTCC applicantion-Precise laser drilliry system

参数更改，恕不另行通知

紫外冷切去除，热效应低，孔径稳定、孔壁圆滑

精确激光控制，定深定量，微米量级极致结构

结构扎实经典，稳定可靠，适合连续性高强度作业

系统量身定制，尽在掌握，生瓷打孔开腔首选

可配置清洁+上下料，轻松构建LTCC钻孔自动化生产线

软件硬件应用，三项全能，品质与效率集成于一体

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

2,000kg

选配

-

选配

最大移动速度

设备平台

清洁系统

自动上下料系统

AOI检测

摄像头靶标对位系统 标配

380VAC/50Hz,3.5kW

选配

250mmx250mm（六寸/八寸）

300mm×300mm（单平台）

1μm

±2μm

DirectLaser DC5 DirectLaser DC7 DirectLaser DC8

1,830mm×2,000mm×2,500mm 

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

3,000kg

选配

-

选配

-

标配

标配

380VAC/50Hz,3.5kW

15W/20W/40W可选配

355nm

标配

150mmx150mm（六寸）

160mm×160mm（四平台）

1μm

±2μm

1,850mm×1,950mm×2,250mm 

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

2,500kg

选配

标配

380VAC/50Hz,3.5kW

单/双激光头双平台

15W/20W/40W可选配

355nm

标配

250mmx250mm（六寸/八寸）

300mm×300mm（双平台）

1μm

±2μm

1,830mm×2,000mm×2,500mm

1200mm/s

花岗岩平台,直线电机

3,000kg

标配

标配

标配

标配

380VAC/50Hz,3.5kW

研发生产兼得，多种平台结构可选，精度与效率的统一体

面向批量生产，集自动上下料清洁，智能化工厂一键生产

    生瓷打孔作为LTCC/HTCC制造过程中关键的一环，

也是产线生产瓶颈，通孔孔径、位置精度均直接影响

基板的成品率和最终导电性能。德中的设备及软件助

力客户形成了LTCC/HTCC材料精密加工能力，集成的

自动化生产模式相比单机模式生产效率提高了2-3倍，为

客户带来极高的价值。
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